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1. PRECOPLAT GMBH

Die Precoplat GmbH z3hlt zu den fihrenden Leiterplattenherstellern in Deutschland.

Als mittelstdandisches Traditionsunternehmen fertigen wir gemeinsam mit unserer
Schwestergesellschaft MicroCirtec GmbH bereits seit mehr als 41 Jahren unbestiickte Leiterplatten am

Produktionsstandort Krefeld, Nordrhein-Westfalen.

Auf dem rund 25.000 m2 groRBen Betriebsgeldnde werden mit aktuell 75 Mitarbeitern hochtechnisiert
und automatisiert mehr als 100.000 m? Leiterplatten pro Jahr hergestellt. Wir beliefern international

verschiedenste Branchen der Industrie-, Automotive-, Konsum- und Medizinelektronik.

2. PRODUKTE

Unsere Produktpalette umfasst ein-, doppelseitige und durchkontaktierte Leiterplatten, Multilayer mit

bis zu 24 Lagen sowie semi-flexible Leiterplatten.

Zusatzlich bieten wir einen speziellen Eildienst fiir mittelgrofRe und groRe Serien von bis zu 25 m2 pro

Auftrag an, der wie folgt realisiert werden kann.

Standard* ein- und doppelseitige LP 3 Tage ~12Tage

Standard* Multilayer 4 Tage ~15 Tage

*Standard: 1-4 lagige Leiterplatte in Hot Air Leveling Technologie, Létstopp-
maske, Material FR4, konventionelle Bohrtechniken

Unser Service beginnt mit dem technischen Support und fiihrt bis zur Integration in das
Supply Chain Management unserer Kunden. Dabei beriicksichtigen wir jede einzigartige Spezifikation

und individuelle Anforderung.
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3. DATEN

Unsere CAM-Mitarbeiter sorgen fiir die Umsetzung lhrer Layouts bis zur fertigen Leiterplatte.
In folgenden Formaten konnen Sie uns Ihre Fertigungsdaten Gibermitteln:

Extended Gerber 274X
Gerber (RS 274)

Eagle

ODB ++

Mechanische Zeichnungen kénnen auch in HPGL- oder DXF-Format Gbermittelt werden.

Falls Sie die Dateien in den beschriebenen Formaten nicht erzeugen kénnen, wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Vertrieb.

4. DESIGNRULE-PRUFUNG

Alle an uns gelieferten Daten werden durch einen Standard-Designrule-Check sowie kundenspezifische
DFM-Funktionen auf ihre Herstellbarkeit gepriift. Sollte diese nicht gegeben sein, setzen wir uns

umgehend mit Ihnen in Verbindung.

5. QUALITAT

5.1 Qualitatsstandards

Unsere Leiterplatten werden gemaf’ der Norm IPC-A-600 Klasse 2 oder falls gefordert auch gemaf

Klasse 3 hergestellt. Dariiber hinaus kann ebenfalls nach den folgenden Standards produziert werden:

e PERFAG1

e PERFAG?2

e PERFAG3

e |IPC-SM-840

e [PC-R-700

o |IPC-A-600

o |PC-6012

o |PC-2221
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5.2 Qualitdtssicherung

Die Precoplat GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 und UL®© zertifiziert. Produktionsparameter,
Produktionsbedingungen und Rohstoffe werden mit kalibrierten Messgeraten bewertet und

registriert.

Die Leiterplatten werden wahrend des Produktionsverfahrens folgenden Tests unterzogen, um eine

einwandfreie Qualitdt sicherzustellen:

e zerstorungsfreie Priifung
Bei automatischen und optischen Priifungen halten wir uns an die Richtlinie IPC-A 600, Klasse 2.

Spezifische Priifverfahren kénnen bei Bedarf jederzeit auch an andere Spezifikationen angepasst

werden.

e destruktives Testen
-Schliffbilderstellung, um die galvanische Kupferabscheidung sowie die Dicke der

Oberflachenschutzschicht festzustellen
-Adhé&sionstest

-Multilayer werden regelmaRig thermischen Schocktests unterzogen (Pressure Cooker Test)

e Dokumentation der Parameter

Folgende Parameter werden automatisch erfasst und (iber einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert:
-Produktionsparameter
-Zeiterfassung, einschlieBlich der jeweiligen Mitarbeiter

-qualitdtsgebundene Ergebnisse

6. ELEKTRISCHE PRUFUNG

Bei der elektrischen Endpriifung werden Leiterplatten auf Unterbrechungen und Kurzschlisse gepriift.

Die Gerberdaten des Auftraggebers werden in unser Prifsystem geladen, woraus eine Netzliste
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generiert wird, die alle festgestellten Prifpunkte enthalt. Diese Testsysteme testen standardmalig
nach folgenden Kriterien:

-auf Unterbrechung, falls > 10 Ohm Netzwerkwiderstand ermittelt werden

-auf Schluss, falls Widerstdnde < 10 MegOhm zwischen unabhdngigen Nebenschlissen erkannt werden

Folgende Testsysteme setzen wir ein:

e Priifadapter/Paralleltester
Anhand des Priifprogramms werden Adapterplatten gebohrt und mit Priifnadeln bestiickt, welche auf
die betreffenden Kontaktstellen ausgelenkt werden, um alle Endpunkte des elektronischen Netzes fiir
den Priifvorgang auf Schluss und Unterbrechung gleichzeitig zu erfassen. Parallel dazu werden alle
Netze gegeneinander gepriift. Das Testergebnis wird anschlieRend mit der elektrischen Netzliste

verglichen.

e Fingertester (Flying Probe)
Alternativ kann der elektrische Test mit Hilfe eines Fingertesters durchgefiihrt werden. Die
Kontaktpunkte der Leiterplatte werden mit Kontaktnadeln sequentiell anhand der zugrunde liegenden
Netzliste kontaktiert und auf Schluss und Unterbrechung getestet. Dabei hangen Messnadeln an

mechanisch beweglichen ,Fingern”, welche die zuvor programmierten Testpositionen anfahren.

Bei allen Testverfahren werden die Leiterplatten, auf denen ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung
festgestellt wurde, automatisch von den eindeutig fehlerfrei gepriiften Leiterplatten getrennt. Fiir
fehlerhafte bzw. nicht eindeutig gepriifte Leiterplatten wird ein Fehlerprotokoll mit genauer
Fehlerposition erstellt. Nach erfolgreicher Fehlerbehebung wird die Leiterplatte erneut einem

vollstandigen Priifdurchlauf unterzogen.

7. MATERIAL

7.1 Laminate (Basismaterial)
Wir verarbeiten Basismaterialien in Starken von 0,5 mm bis 3,2 mm.

Weitere Qualitaten sind auf Anfrage erhaltlich, beispielsweise Materialien mit Kriechstrom-
festigkeitswerten (CTI) > 400 Volt.
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Die jeweiligen Werte gelten fiir eine Materialstarke ab 0,5 mm:

Bezeichnun IPC- CTE<Tg JCTE>Tg |Zersetzungs- | T260 | T288
9 4101 ppm/K ppm/K temperatur C° | min | min

epoxy- CEM1
paper-glass

hoher Tg

epoxy- glass FR4.0 99 anorganische
Fillstoffe

epoxy-glass halogenfrei

FR4.1 128 150 anorganische
Fullstoffe

7.2 Kupferfoliendicke Standard (vor der galvanischen Aufkupferung)

18
*35p
* 50
* 70
* 85
105

7.3 Kupferkaschierte Laminate (Diinnlaminate exklusive Kupferdicke)

0,10
0,20
0,25
0,36
0,41
0,50
0,71
0,80
1,00
1,08

Seite 6 von 17
Precoplat Geschéftsfihrung
Prazisions-Leiterplatten-Technik GmbH Hildegard Vélker, Andreas Briiggen .
OberdieRemer Str. 15 « 47805 Krefeld Amtsgericht Krefeld « Reg.-Nr.: HRB 1444 Lelterplatten
Firmensitz: 47877 Willich USt-IdNr.: DE 120 156 920 o
Tel +49 (0)2151-825 1 Bankverbindung: Deutsche Bank Krefeld Made In Germa ny
Fax +49 (0)2151-932 450 IBAN: DE20 3207 0080 0062 1003 00
info@precoplat.de « www.precoplat.de BIC-/SWIFT-Code: DEUTDEDD320



Precoplat

1,55
2,00
2,40
3,00

FR4 CTI > 400
1,00
1,55

CEM 1
1,00
1,55

1,55

Falls Sie andere Materialien wiinschen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.

8. TOLERANZEN FUR VERWINDUNG UND VERWOLBUNG

Generell behalten sich die Hersteller Toleranzen des Verwdlbungswerts bis zu 1 Prozent bei

doppelseitig kaschiertem Material und 1,5 Prozent bei einseitig kaschiertem Material vor.

1,5% 1% 1%

Bitte beachten Sie, dass sich der Verwdlbungswert iberdurchschnittlich erhéht, wenn die
Kupferverteilung auf der Leiterplatte lokal sehr unterschiedlich ist. Speziell bei Multilayern sollte direkt
zu Beginn der Layout-Entwicklung ein symmetrischer Lagenaufbau geplant werden. Bei
asymmetrischen Materialaufbauten kénnen durch die unterschiedlichen Spannungen der

Glasgewebequalitdten héhere Verwindungs- und Verwolbungswerte entstehen.
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9. VERFUGBARE FERTIGUNGSNUTZEN
Um wirtschaftlich und nachhaltig zu agieren, priifen wir die bestmdgliche Auslastung unserer

Fertigungsnutzen und gleichen diese mit den am haufigsten verwendeten LeiterplattengréRen ab, um

unnoétigen Verschnitt zu vermeiden.

o . 4-lagige LP 4-lagige LP mit mehr als 6
Einseitige Doppelseitige
. . Standard Aufbau Prepregs und 6-24 Lagen
Leiterplatten mm |[Leiterplatten mm .
MassLam mm PinLam mm

Lange Breite Lange Breite Lange Breite Lange Breite
PanelgroRe 1 618 512 614 512 614 512 600 499
PanelgroRe 2  Nicht verfiigbar 584 512 584 512 Nicht verfligbar
PanelgroRe3 584 436 Nicht verfiigbar Nicht verfligbar Nicht verfligbar

10. LEITERPLATTENDICKE

Wir konnen unterschiedliche Leiterplattendicken unabhdngig von der Anzahl der Lagen verarbeiten.

Die Vorlaufzeiten fiir spezielle Materialdicken konnen dabei allerdings variieren, falls das gewiinschte

Material einmal nicht vorratig sein sollte.

Technisches Limit
Technisches Limit

Standard mm Ein- und Doppelseitige

Multilayer mm

Leiterplatten mm

Min. Paneldicke 1,55
Max. Paneldicke 1,55 2,4 3,2 3,2

11. MAXIMALE LAGENANZAHL UND AUFBAUTEN

Wir fFertigen Multilayer mit bis zu 24 Lagen.

Die am haufigsten verwendeten Lagenaufbauten finden Sie auf unserer Website www.precoplat.de im
Bereich Downloads.

Spezielle Sonder-Lagenaufbauten senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.
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12. BOHR- UND FRASTOLERANZEN

Durchkontaktierte Bohrungen (PTH) Standard mm m Tle-.chr.nsches
imit mm

kleinster Bohrdurchmesser 0,35 0,15 0,10
groRter Bohrdurchmesser 6,0 6,0 6,0
kleinster Abstand Bohrungstangenten zueinander* 0,20 0,15 0,075
kleinster Abstand Bohrungstangente zur Leiterbahn*

- Aussenlagen 0,20 0,15 0,075

- Innenlagen 0,25 0,20 0,10
gaerot AT vl versiuns L, w00fa0s  w005/005 008600

- End-Durchmesser > 6 mm gefrast Toleranz +0,14/-0,05 +0,10/-0,05 +0,08/-0,05
UGS, a0 o o

- Enddurchmesser > 6 mm gefrast Toleranz +0,12/-0,02 +0,06/-0,06 +0,10

*Bitte beachten Sie, dass durchkontaktierte Locher in der Regel um 150 p gréRer als der gewiinschte
Enddurchmesser gebohrt oder gefrdst werden missen, um die Metallisierung in der Bohrung zu kompensieren.
Wenn Sie beispielsweise einen Enddurchmesser von 0,6 mm wiinschen, betragt der Durchmesser des eingesetzten
Bohrers 0,75 mm, sofern keine abweichenden Toleranzen angegeben sind.

. . Technisches

kleinster Bohrdurchmesser 0,40 0,20 0,15
grofRter Bohrdurchmesser 6,40 6,40 6,40
kleinster Abstand Bohrungstangenten zueinander* 0,20 0,15 0,10
kl(;i‘nster Abstand Bohrungstangente zur Leiterbahn* 0,20 0,15 0,05

- Aussenlagen

- Innenlagen 0,25 0,20 0,10
Enddurchmesser <= 2,0 mm Toleranz +/-0,05 +/-0,03 +/-0,03
Enddurchmesser <= 6 mm Toleranz +0,1/-0,05 +/- 0,05 +/- 0,03
Enddurchmesser >6 mm gefrast Toleranz +0,1/-0,05 +/- 0,06 +/-0,04

**abhangig von dem Lochdurchmesser

Lochlagetoleranz durchkontaktierter Locher zu

nicht durchkontaktierten Lochern und zur Kontur +/-0,20 +/-0,07 x* 0,05

***yorausgesetzt, der Bohrvorgang wird in einer Maschinenaufspannung durchgefihrt (tenting)
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13. GALVANISCHES KUPERABSCHEIDUNGSVERFAHREN UND ASPECT RATIO

Die Dicke der Aufkupferung ist abhdngig von der Expositionszeit und der Stromstarke im Galvanikbad.

Grundsaétzlich wird wahrend des Prozesses eine Abscheidung von 20 p bis 25 p Kupfer auf der
Oberfldche und in den durchzukontaktierenden Bohrungen aufgebracht. Dickere Kupferschichten sind

durch Anpassung der Prozessparameter oder zusatzlicher galvanischer Prozesse méglich.

Um eine gleichmaRige Kupferabscheidung erzielen zu kénnen, sollte beim Entwurf des Layouts
bericksichtigt werden, dass Leiterbahnstrukturen entweder moglichst gar nicht in Masse oder
vollstdndig in Masse eingebettet sind. Die Leiterbahnfiihrungen bzw. Pad-Positionierungen sollten
mittig innerhalb einer Masse-Einbettung und in gleichen Abstanden zueinander erfolgen. Sind
Kupferstrukturen im Layout ungleichmaRig verteilt, so kommt es in den ,massearmen” Regionen zu
einer tendenziellen Uberabscheidung. Diese fiihrt zu einer Verminderung der Leiterbahnabstinde bis

zum elektrischen Ausfall durch Kurzschluss, da die Leiterbahnen regelrecht zusammenwachsen.

| Kupferfoliep | Elektrolytische Kupferabscheidungy | Endkupferdickep |
18 ca. 20 ca. 35
35 ca.20 ca. 55
50 ca. 20 ca. 70
70 ca.20 ca. 90
85 ca. 20 ca. 105
105 ca.20 ca. 125

Mit dem “Aspect Ratio” wird das Verhaltnis “Materialstarke zu Lochdurchmesser” definiert. Es wird wie
folgt ermittelt: Materialstarke dividiert durch den kleinsten Lochdurchmesser, z.B. 1,6 mm Material-

starke dividiert durch 0,2 mm Lochdurchmesser = 8

Dieser Wert ist fiir die Herstellbarkeit der Leiterplatte sehr entscheidend, denn je gréfl3er das

Aspect Ratio, desto aufwandiger ist es, eine Metallisierung in den Léchern herzustellen.

Standard | Spezial |  Technisches Limit
6 8 10

Die Leistungsfahigkeit der elektrolytischen Kupferabscheidung wird im Aspect
Ratio, dem Verhaltnis vom Durchmesser einer Bohrung zur kontaktierbaren Tie-

fe dieser Bohrung, ausgedriickt.
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14. LEITERBILDERSTELLUNG
Das technische Limit bei der lithographischen Auflésung unserer Belichtungssysteme bei der

Leiterbilderstellung betragt 50 p Leiterbahnbreite (track) und -abstand (gap). Wir unterscheiden
aufgrund der EinflussgréRen ,Kupferdicke und Leiterbildstruktur” drei Leistungskategorien: Standard-,
Spezial- und technisches Limit. Je hoher die Kupferendstarke, desto hoher ist demzufolge der

Unterdtzungsgrad an den Flanken, der in den Belichtungsparametern kompensiert werden muss.

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der Reproduzierbarkeit Ihres Layouts personlich, da die Starke des
Kupferaufbaus durch die Layoutgestaltung sowie der Prozesstechnik des Lotstopplackdruckes
eingeschrankt sein kann. Insbesondere achten wir bei der Létstopplackbeschichtung auf teilweise

Uberdeckung, Unterdeckung oder gar Freistellung der Leiterflanken und Isolationsflichen.

14.1 Endkupferstirke 35 p

AulRenlagen/innenlagen  AuRenlagen/Innenlagen AuRenlagen/Innenlagen

Leiterbahn-Breite 120 140 100 120 80 80
Leiterbahn-Abstand 120 120 100 85 70 70
Restring 125 150 100 120 70 70

Registrationsgenauigkeit* +/-50 +/-40 p +/-30p

14.2 EndkupFferstérke 70 p

AulRenlagen/innenlagen  AufRenlagen/Innenlagen AuRenlagen/innenlagen

Leiterbahn-Breite 150 200 125 175 100 100
Leiterbahn-Abstand 170 220 140 190 150 150
Restring 180 200 150 170 120 120

Registrationsgenauigkeit* +/-50 +/-40 +/-30

14.3 Endkupferstarke 105 py

AulRenlagen/innenlagen AufRenlagen/Innenlagen AuRenlagen/Innenlagen

Leiterbahn-Breite 200 250 170 150 130 130
Leiterbahn-Abstand 250 300 200 250 200 200
Restring 250 300 200 250 150 150

Registrationsgenauigkeit*
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14.4 Endkupferstarke 140 p

AulRenlagen/innenlagen AuRenlagen/Innenlagen AuRenlagen/Innenlagen
Leiterbahn-Breite 300 300 250 250 230 230
Leiterbahn-Abstand 400 400 360 360 320 320
Restring 300 300 270 270 250 250
Registrationsgenauigkeit* +/-50 +/-40 +/-30p

*2zgl. Abdrift des Bohrwerkzeuge

15. LOTSTOPPMASKE

Beim fototechnischen Lotstopplackverfahren wird die Oberflache in ein fotosensitives Polymer
eingebettet. Die chemische Vernetzung der Polymere wird durch die definierte Belichtung erreicht;
alle nicht belichteten Zonen werden selbst im Micrometerbereich konturenscharf herausentwickelt.
Um die geforderten elektro-physikalischen Eigenschaften des Lackes zu erreichen, erfolgt
anschlieRend ein UV-Bump, quasi eine ,Verglasung” der Lackoberflache zwecks Reduzierung der

ionischen Kontamination, und die thermische Endaushértung.

Werte gelten Fiir griinen Lotstopplack Standard p m Technisches Limit p

umlfd. Aufweitung der Létstoppmaske

Minimale Stegbreite 80 60 50
Min. Abstand SMD zu SMD * 200 170 150
Registrationsgenauigkeit +/-40 +/-35u +/-30p

*Minimaler Abstand zwischen l6tstopplack-freien Flachen, um einen Lotstopplacksteg herstellen zu kénnen

Bei der Lotstopplackbeschichtung kénnen auf Wunsch die Létaugen der Viabohrungen zugedruckt
werden. Das VerschlieRen der Viabohrungen (via plugging) kann hiermit allerdings nicht garantiert

werden (ungeeignet fiir Vakuumtester).

Ist ein VerschlieRen der Viabohrung jedoch unbedingt erforderlich, so erfolgt dieser Prozess in einem
gesonderten Verfahren, bei dem speziell die betreffenden Bohrungen mit Lack beschichtet und
verschlossen werden. Bis zu einem Lochdurchmesser von 0,45 mm ist das Verschliel3en mit
Standardlacken moglich. Bei groReren Lochdurchmessern ist ein spezieller Lack und die Beachtung

weiterer Designrules erforderlich.
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16. OBERFLACHENVEREDELUNG

Dicke p Eigenschaft
Heil3luftverzinnung 2-30 bleifrei
Elektrolytisch Au 1-3Au/4-8Ni Hartgold z.B. fiir Steckkontakte
ENIG chemisch Ni/Au Sudgold 0,05-0,1Au/4-8Ni Aluminiumdraht bondfahig
ENIG chemisch Ni/Au Reduktiv-Gold 0,3 Au/4-8 Ni Golddraht bondfahig
ENEPIG chemisch Ni/Pa/Au 0,02-0,08 Au/0,05-0,25Pa/4-8Ni Golddraht bondféhig
Chemisch Zinn 1 sehr planare Oberfldche

6-12 Monate lagerfahig

Organischer Anlaufschutz (OSP) 0,2-0,5 sehr planare Oberflache,
bis zu 6 Monate lagerfahig

17. DRUCKTECHNIKEN

17.1.1 Kennzeichnungsdruck / Bestiickungsdruck

Um Unterbrechungen oder Verschleierungen innerhalb des Schriftbildes zu vermeiden, sollte die
Strichstarke des Kennzeichnungsdrucks nicht unter 0,15 mm und die Schrifthdhe nicht kleiner als 1,2
mm gewahlt werden. Die L6tflachen sollten mindestens 0,25 mm vom Kennzeichnungsdruck

ausgespart werden.

17.1.2 Serialisierung

Um eine eindeutige Identifizierbarkeit von Leiterplatten zu gewahrleisten, ist innerhalb einer Serie
auch eine individualisierte Kennzeichnung der einzelnen Leiterplatten wahlbar. Diese Kennzeichnung
wird automatisiert in weiRer Farbe aufgebracht und kann sich aus statischen Informationen (bspw.
Herstelldatum etc.) und fortlaufenden Nummerierungen in chronologischer Abfolge zusammensetzen

und sich in folgenden Formaten maschinenlesbar darstellen lassen:

e 1D & 2D Barcodes
e Data Matrix

¢ QR-Codes
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Abstand Druckbild zu Pad 150 100
Abstand Druckbild zu Léchern 220 150 100
Strichstarke 130 100 75
SchriftgroRe 1000 750 500
Registrationsgenauigkeit +/-220p +/-150 +/- 704
17.2 Carbondruck

Abstand der Carbonfldchen zueinander

Mindestbreite der Carbonflache 700 600 500

Registrationsgenauigkeit +/- 250 +/-200 +/- 150
17.3 Abziehlack/-maske

Die Schichtstarke des Abziehlacks betragt ca. 350 y, die Farbe ist blau.

Locher, die mit Abziehlack Gberspannt werden, sollten eine GréRe von 1,8 mm nicht iberschreiten.

Maximal Giberspannbarer Durchmesser 1,8 mm 2,0 mm 2,6*mm
Lackdicke 300 400 p 500 p
Minimale Breite 6 mm 4 mm 3mm
Registrationsgenauigkeit +/-300u +/-250 +/-200u

*das vollstandige Uberspannen des Loches kann nicht garantiert werden

18. KONTURBEARBEITUNG

Die Konturbearbeitung erfolgt durch Frasen oder Ritzen (V-Cut).

Diese Techniken ermdglichen eine Bearbeitung innerhalb der Norm "DIN 7168 mittel" (mittlere
Genauigkeit) und "fein" (prazise Genauigkeit). Abhangig von der GroRe der Leiterplatten werden

folgende Toleranzen angegeben (andere Toleranzwerte sind nach Vereinbarung maglich):

| Femenn ] fennn ] Siniorann |
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400 -

1000

30
120
400

1000
2000

- Ritzen (Kerbfrasen)

+/- 0,05
+/-0,10
+/-0,15
+/-0,20
+/-0,30
+/- 0,50

Precoplat

+/-0,10
+/- 0,20
+/-0,30
+/-0,50
+/-0,80
+/-1,20

Der Winkel der Ritzmesser betragt 15°. Daher ist entlang der Konturen, die geritzt werden, ein Abstand

der Leiterbahnen zur Kontur gemaR der folgenden Tabelle zu bertiicksichtigen:

Materialstarke mm Abstand Leiterbahnen zur Kontur mm

bis 1,00

1,10 -1

,60

1,70-2,00
2,10-2,50
2,60-3,20

0,45
0,50
0,70
0,80
1,00

Falls fiir die Kontur keine Plustoleranz zulassig ist, muss die gewiinschte Minustoleranz zu den oben

genannten Werten ,Abstand Leiterbahnen zur Kontur" hinzu addiert werden.

Beispiel:

Leiterplattenformat 100 mm x 100 mm +0,0/-0,30 mm

Abstand Leiterbahnen zur Kontur bei 1,6 mm Materialstarke: 0,5 mm + 0,15 mm = 0,65 mm

19. LAGERUNG

19.1 LuftFeuchtigkeit

Leiterplatten, insbesondere Multilayer, sind extrem hydrophil. Selbst bei normalen Raumbedingungen

wird Luftfeuchtigkeit durch Kapillarkrafte in die Zwischenlagen gesogen.
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Bei Lagerbedingungen von beispielsweise 20 Grad Celsius und 35 Prozent Luftfeuchtigkeit ist bereits
nach 12 Tagen eine Feuchtigkeitsaufnahme von 0,12 Prozent (in Gewichtsprozent des Epoxydharzes

wt) zu verzeichnen.

Damit nimmt auch der Gasdruck innerhalb der Platine zu, der durch starke Erhitzung des Materials beim
Létvorgang entsteht. Uberschreitet die Feuchtigkeitsaufnahme 0,17 Prozent, wird ein kritischer

Gasdruck von 8 — 10 bar erreicht, bei dem es zu Delaminationen und Blasenbildung kommen kann.

Obwohl die Trocknung der Ware in unserem Haus erfolgt und zusétzlich einem Lottest unterzogen
wird, kann aufgrund unsicherer Transportumstande und Lagerung die Feuchtigkeitsaufnahme nicht

komplett ausgeschlossen werden.

Zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Feuchtigkeitsaufnahme empfehlen wir deshalb die

Beriicksichtigung folgender Punkte:
19.2 Lagerumgebung

Die Lagerung von Leiterplatten sollte bis kurz vor der Lotung in konstant beheizter Umgebung
erfolgen. Schon ein Temperaturabfall von mehr als 7 Grad Celsius kann bereits zur Kondensation auf
den verpackten Platinen fihren. Ebenso sollte die Luftfeuchtigkeit niemals 65 Prozent liberschreiten
und die Verpackung der Leiterplatten unbedingt unversehrt bleiben. Wir weisen darauf hin, dass ein
sicherer Schutz vor Feuchtigkeit aufgrund der Gasdichte der Polyathylen-Beutel nicht vollstdandig

erreicht werden kann.
19.3 Lagerzeit

Die Lagerzeit von Leiterplatten sollte so kurz wie moglich sein und ihr Verbrauch am besten nach der
Jfirst-in, first-out” Regel erfolgen. Auch Kunststoffumhillungen sollten erst kurz vor der Bestiickung

entfernt werden.

Wir raten dazu, Restmengen mit Klebeband oder durch Einklemmen der Folie zwischen der Platine

sicher zu verschlieRen und in Kisten zu lagern, um Luftzug zu vermeiden.
Bitte verbrauchen Sie ge6ffnete Pakete zuerst.
19.4 Lottest

Leiterplatten, die bereits mehrere Monate gelagert wurden und deren Transportumstdnde unklar sind
(Warentransport durch Speditionen bei jedem Wetter und Temperatur), sollten unbedingt einem

Lottest unterzogen werden.
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20. TEMPERN
Um die aufgenommene Luftfeuchtigkeit in den Platinen zu reduzieren, empfehlen wir unabhadngig vom

Ausgang eines Lottests, das Trocknen der Ware in einem Ofen, wobei die Leiterplatten vorzugsweise
vertikal in einem Rack getrocknet werden sollten.

120 8 Stunden
110 12 Stunden
100 18 Stunden

Geringere Trocknungstemperaturen sind ebenfalls moglich, doch sollte entsprechend der Abbildung

dabei die Zeitachse ausgedehnt werden.

Nach der Trocknung sollte die Verarbeitung der Leiterplatten unverziiglich beginnen, da die
hydrophilen Eigenschaften der Platine bestehen bleiben. Die Zeit zwischen dem Trocknen und der

Verlotung sollte 48 Stunden nicht Giberschreiten.
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